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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema y método para dimensionar memoria intermedia dinámica en un dispositivo informático 
 
Descripción de la técnica relacionada 5 
 
Los dispositivos informáticos, incluyendo ordenadores de sobremesa, servidores y dispositivos informáticos portátiles 
("PCD") están generalizados. Los PCD, por ejemplo, se están convirtiendo en necesidades para las personas a nivel 
personal y profesional. Estos dispositivos pueden incluir teléfonos celulares (tales como teléfonos inteligentes), 
asistentes digitales personales ("PDA"), consolas de juegos portátiles, ordenadores portátiles, ordenadores de tableta, 10 
dispositivos electrónicos ponibles y portátiles. Tales PCD usan comúnmente memorias, tales como memorias 
intermedias primero en entrar-primero en salir o registradores de memoria que actúan como memorias intermedias 
para garantizar que los datos se transfieren entre componentes del PCD de forma eficiente y sin pérdida de datos. 
Tales memorias intermedias se dimensionan habitualmente como un arranque de un PCD para un escenario de "peor 
escenario", por ejemplo, las memorias intermedias, tales como FIFO pueden dimensionarse para garantizar que no se 15 
pierde ningún dato cuando un primer componente que transfiere datos opera a una frecuencia máxima, mientras otro 
componente que transfiere datos opera a una frecuencia mínima. 
 
A medida que los PCD se vuelven más potentes y se requiere que realicen más tareas, disminuir el consumo de 
potencia se vuelve más importante para garantizar una duración satisfactoria de la batería. Técnicas anteriores típicas 20 
para recudir o controlar el consumo de potencia incluyen la regulación o control de un nivel de tensión en la que operan 
los componentes de PCD y/o una frecuencia de reloj para componentes de PCD. Sin embargo, tales métodos de 
control de consumo de potencia pueden no ser efectivos en todas las circunstancias, tales como cuando múltiples 
componentes del PCD están en un único carril de alimentación de tal forma que el nivel de tensión en el carril de 
alimentación puede no reducirse debido a los requisitos de un componente, mientras otros componentes en el carril 25 
de alimentación podrían operarse en un nivel de tensión menor. 
 
Tales métodos para controlar el consumo de potencia ignoran las fugas de potencia significativas que resultan de las 
memorias intermedias dimensionadas para tratar escenarios de "peor caso". Por lo tanto, existe una necesidad de 
sistemas y métodos para controlar dinámicamente el dimensionamiento de memoria intermedia FIFO en dispositivos 30 
informáticos, tales como PCD. 
 
El documento WO 2007/107938 A1 divulga un dispositivo y un método para ahorrar energía compartiendo una 
memoria intermedia. El dispositivo comprende al menos una primera unidad de procesamiento para procesar un primer 
flujo y una segunda unidad de procesamiento para procesar un segundo flujo en donde la primera unidad de 35 
procesamiento y la segunda unidad de procesamiento procesan el primer flujo y el segundo flujo independientemente 
entre sí. Una memoria intermedia para uso común por la primera unidad de procesamiento y la segunda unidad de 
procesamiento se distribuye de forma óptima en una primera porción y una porción restante para la primera unidad de 
procesamiento y la segunda unidad de procesamiento respectivamente. La memoria intermedia se distribuye mediante 
un medio para asignación basándose en unas primeras características de consumo de potencia de la primera unidad 40 
de procesamiento y segundas características de consumo de potencia de la segunda unidad de procesamiento. 
 
Sumario de la divulgación 
 
La invención se define en las reivindicaciones independientes. 45 
 
Se divulgan diversas realizaciones de métodos y sistemas para controlar dinámicamente un tamaño de memoria 
intermedia en un dispositivo informático. En una realización ilustrativa, se proporciona un método, comprendiendo el 
método determinar con un módulo de supervisión de un sistema en un chip ("SoC") un primer caso de uso para el 
PCD. El primer caso de uso define un primer nivel de actividad para una pluralidad de componentes del SoC. El método 50 
incluye establecer una pluralidad de memorias intermedias a un primer tamaño de memoria intermedia basándose en 
el primer caso de uso. Cada una de la pluralidad de memorias intermedias se asocia a uno de la pluralidad de 
componentes del SoC, y el primer tamaño de memoria intermedia para cada una de las memorias intermedias se basa 
en el primer nivel de actividad del componente asociado del SoC. 
 55 
El método incluye adicionalmente determinar un segundo caso de uso para el PCD diferente del primer caso de uso. 
El segundo caso de uso define un segundo nivel de actividad para la pluralidad de componentes del SoC. Al menos 
una de la pluralidad de memorias intermedias se establece a un segundo tamaño de memoria intermedia basándose 
en el segundo caso de uso. El segundo tamaño de memoria intermedia para la al menos una memoria intermedia se 
basa en el segundo nivel de actividad del componente asociado del SoC, y el segundo tamaño de memoria intermedia 60 
es diferente del primer tamaño de memoria intermedia. 
 
En otra realización, se divulga un sistema informático para controlar dinámicamente un tamaño de memoria intermedia 
en un dispositivo informático. El sistema ilustrativo comprende una pluralidad de componentes de un sistema en un 
chip ("SoC") del PCD; una pluralidad de memorias intermedias en el SoC, cada una de la pluralidad de memorias 65 
intermedias asociada con uno de la pluralidad de componentes; y un módulo de supervisión del SoC. El módulo de 
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supervisión está configurado para determinar un primer caso de uso para el PCD, definiendo el primer caso de uso un 
primer nivel de actividad para la pluralidad de componentes del SoC. El módulo de supervisión está configurado 
también para establecer la pluralidad de memorias intermedias a un primer tamaño de memoria intermedia basándose 
en el primer caso de uso, en el que el primer tamaño de memoria intermedia para cada una de las memorias 
intermedias se basa en el primer nivel de actividad del componente asociado del SoC. 5 
 
El módulo de supervisión está configurado adicionalmente para determinar un segundo caso de uso para el PCD 
diferente del primer caso de uso, definiendo el segundo caso de uso un segundo nivel de actividad para la pluralidad 
de componentes del SoC. Finalmente, el módulo de supervisión está configurado para establecer al menos una de la 
pluralidad de memorias intermedias a un segundo tamaño de memoria intermedia basándose en el segundo caso de 10 
uso. El segundo tamaño de memoria intermedia para la al menos una memoria intermedia se basa en el segundo nivel 
de actividad del componente asociado del SoC, y el segundo tamaño de memoria intermedia es diferente del primer 
tamaño de memoria intermedia. 
 
Breve descripción de los dibujos 15 
 
En los dibujos, números de referencia similares se refieren a partes similares a lo largo de todas las diversas vistas a 
no ser que se indique lo contrario. Para números de referencia con designaciones con carácter de letra tales como 
"102A" o "102B", las designaciones con carácter de letra pueden diferenciar dos partes o elementos similares en la 
misma figura. Las designaciones con carácter de letra para números de referencia pueden omitirse cuando se pretende 20 
que un número de referencia abarque todas las partes que tienen el mismo número de referencia en todas las figuras. 
 

La Figura 1 es un diagrama de bloques funcional que ilustra una realización de ejemplo de un dispositivo informático 
portátil (PCD) en el que pueden implementarse sistemas y métodos para dimensionamiento de memoria intermedia 
primero en entrar-primero en salir (FIFO) dinámica; 25 
La Figura 2 es un diagrama de bloques que muestra componentes ilustrativos en un sistema en un chip (SoC) que 
puede implementarse en un PCD; 
La Figura 3 es un diagrama de bloques que muestra aspectos de una realización ilustrativa de un sistema para 
dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica en un dispositivo informático; 
La Figura 4A es el diagrama de bloques de la Figura 2, en el que se ilustra un ejemplo de la operación de un 30 
sistema y método para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica para un caso de uso; 
La Figura 4B es el diagrama de bloques de la Figura 2, en el que se ilustra un ejemplo de la operación de un 
sistema y método para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica para un caso de uso diferente; 
La Figura 5A es una tabla de estado ilustrativa que puede usarse durante la operación de un sistema y método 
para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica; 35 
La Figura 5B es una tabla de consulta ilustrativa (LUT) que puede usarse durante la operación de un sistema y 
sistema y método para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica, 
La Figura 6 es un diagrama de bloques que muestra componentes ilustrativos en un SoC y aspectos adicionales 
de una operación de ejemplo de un sistema y método para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO 
dinámica para un caso de uso; 40 
La Figura 7A es un diagrama de bloques que muestra aspectos de un FIFO con un primer tamaño; 
La Figura 7B es un diagrama de bloques que muestra aspectos de la FIFO de la Figura 6A después del 
redimensionamiento de acuerdo con sistemas y métodos ilustrativos en este documento; y 
La Figura 8 es un diagrama de flujo lógico que ilustra la operación de un método ilustrativo para dimensionamiento 
de memoria intermedia FIFO dinámica en un dispositivo informático. 45 

 
Descripción detallada 
 
La palabra "ilustrativo" se usa en este documento para significar "que sirve como un ejemplo, caso o ilustración". 
Cualquier aspecto descrito en este documento como "ilustrativo" no necesariamente tiene que interpretarse como 50 
excluido, preferido o ventajoso sobre otros aspectos. 
 
En esta descripción, el término "aplicación" también puede incluir archivos que tienen contenido ejecutable, tal como 
código objeto, rutinas, código de bytes, archivos de lenguaje de marcas y parches. Además, una "aplicación", referida 
en este documento, también puede incluir archivos que no son ejecutables en naturaleza, tales como documentos que 55 
pueden necesitarse que se abran u otros archivos de datos que necesitan ser accedidos. 
 
Como se usa en esta descripción, los términos "componente", "base de datos", "módulo", "sistema" y similares se 
conciben para referirse a una entidad relacionada con un ordenador, ya sea hardware, firmware, una combinación de 
hardware y software, software o software en ejecución y representan medios ilustrativos para proporcionar la 60 
funcionalidad y realizar las ciertas etapas en los procesos o flujos de proceso descritos en esta memoria descriptiva. 
Por ejemplo, un componente puede ser, pero sin ser una limitación, un proceso que se ejecuta en un procesador, un 
procesador, un objeto, un ejecutable, un hilo de ejecución, un programa y/o un ordenador. Por medio de ilustración, 
tanto una aplicación que se ejecuta en un dispositivo informático como el dispositivo informático pueden ser un 
componente. 65 
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Uno o más componentes pueden residir dentro de un proceso y/o hilo de ejecución, y un componente puede ubicarse 
en un ordenador y/o distribuirse entre dos o más ordenadores. Además, estos componentes pueden ejecutase desde 
diversos medios legibles por ordenador que tienen diversas estructuras de datos almacenadas en los mismos. Los 
componentes pueden comunicarse por medio de procesos locales y/o remotos tales como de acuerdo con una señal 
que tiene uno o más paquetes de datos (por ejemplo, datos de un componente que interactúa con otro componente 5 
en un sistema local, sistema distribuido y/o a través de una red tal como la Internet con otros sistemas por medio de 
la señal). 
 
En esta descripción, los términos "unidad de procesamiento central ("CPU")", "procesador de señales digitales 
("DSP")", "unidad de procesamiento gráfico ("GPU")" y "chip" se usan indistintamente. Además, una CPU, DSP, GPU 10 
o un chip pueden constar de uno o más componentes de procesamiento distintos denominados generalmente en este 
documento como "núcleo o núcleos". 
 
En esta descripción, los términos "carga de trabajo", "carga de proceso" y "carga de trabajo de proceso" se usan 
indistintamente y se dirigen generalmente hacia la carga de procesamiento, o porcentaje de carga de procesamiento, 15 
asociada con un componente de procesamiento dado en una realización dada, tal como cuando ese componente de 
procesamiento está ejecutando una o más tareas o instrucción. Además, un "componente de procesamiento" puede 
ser, pero sin limitación, un sistema en un chip ("SoC"), una unidad de procesamiento central, una unidad de 
procesamiento gráfico, un núcleo, un núcleo principal, un subnúcleo, un área de procesamiento, un motor de hardware, 
una cámara, un módem, etc. o cualquier otro componente que reside dentro de, o externo a, un circuito integrado 20 
dentro de un dispositivo informático portátil. 
 
En esta descripción, el término "dispositivo informático portátil" ("PCD") se usa para describir cualquier dispositivo que 
opera en una fuente de alimentación con capacidad limitada, tal como una batería. Aunque los PCD operados por 
batería han estado en uso durante décadas, los avances tecnológicos en baterías recargables acoplados con la llegada 25 
de la tecnología inalámbrica de tercera generación ("3G") y cuarta generación ("4G") han habilitado numerosos PCD 
con múltiples capacidades. Por lo tanto, un PCD puede ser un teléfono celular, un teléfono por satélite, un 
buscapersonas, una PDA, un teléfono inteligente, un dispositivo de navegación, un libro inteligente o lector, un 
reproductor multimedia, un ordenador de tableta, una combinación de los dispositivos anteriormente mencionados, un 
ordenador portátil con una conexión inalámbrica y/o productos ponibles, entre otros. 30 
 
En los PCD, calidad de servicio competitiva, duración de la batería y otros problemas pueden conducir a que diversos 
componentes, sistemas y/o subsistemas del PCD se operen en una mayor (o menor) potencia o tensión y/o mayor (o 
menor) frecuencia. Adicionalmente, los PCD habitualmente incluyen una o más memorias intermedias para ayudar en 
la negociación de datos entre los diversos componentes, sistemas y/o subsistemas de los PCD. Sin embargo, estas 35 
memorias intermedias o memorias intermedias se establecen habitualmente o dimensionan en el arranque inicial u 
operación del PCD y permanecen estáticas en tamaño, conduciendo a una fuga de potencia excesiva cuando no se 
usa la memoria intermedia. Tal pérdida de potencia puede ser especialmente significativa en memorias intermedias 
que se dimensionan para un escenario de "peor caso", tal como memorias intermedias dimensionadas para garantizar 
que no se pierden datos cuando un componente que transmite datos opera a una frecuencia máxima mientras un 40 
componente que recibe los datos opera a una frecuencia mínima. Esta pérdida de potencia del tamaño de memoria 
intermedia no se tiene en cuenta en estrategias de control de potencia tradicionales centradas en frecuencia operativa 
y/o tensiones de los componentes de PCD. 
 
Se ha determinado que la capacidad de controlar dinámicamente el tamaño de memorias intermedias usadas por los 45 
componentes de PCD y/o subsistemas puede conducir a ahorros de potencia sustanciales más allá de los ahorros de 
potencia obtenidos mediante el control de tensión/frecuencia tradicional de los componentes/subsistemas de PCD. 
Adicionalmente, dimensionar dinámicamente las memorias intermedias puede proporcionar ahorros de potencia 
cuando no podrán los métodos de control de potencia basada en tensión/frecuencia tradicional, tal como cuando la 
tensión de un componente inactivo no puede reducirse porque el componente comparte un carril de alimentación con 50 
un componente activo. Por lo tanto, los sistemas y métodos presentes para dimensionar dinámicamente memorias 
intermedias o memorias intermedias proporcionan una capacidad económica para o bien mejorar ahorros de potencia 
o bien para realizar ahorros de potencia cuando los métodos de ahorros de potencia de tensión/frecuencia no son 
efectivos. 
 55 
El sistema y métodos para gestión térmica con reconocimiento de trayectoria de datos descritos en este documento, 
o porciones del sistema y métodos, pueden implementarse en hardware o software. Si se implementa en hardware, 
los sistemas, o porciones de los sistemas pueden incluir cualquiera, o una combinación de, las siguientes tecnologías, 
que se conocen bien en la técnica: sensores, componentes electrónicos discretos, circuitos integrados, circuitos 
integrados específicos de la aplicación que tienen dispositivos de semiconductores y elementos resistivos 60 
apropiadamente configurados, etc. Cualquiera de estos dispositivos de hardware, ya actúen o solos, con otros 
dispositivos, u otros componentes tales como una memoria también pueden formar o comprender componentes o 
medios para realizar diversas operaciones o etapas de los métodos divulgados. 
 
Cuando se implementa, o se implementa parcialmente, un sistema o método descrito en este documento en software, 65 
la porción de software puede usarse para realizar los métodos descritos en este documento. El software y datos usados 
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en la representación de diversos elementos pueden almacenarse en una memoria y ejecutarse por un sistema de 
ejecución de instrucciones adecuado (por ejemplo, un microprocesador). El software puede comprender un listado 
ordenado de instrucciones ejecutables para implementar funciones lógicas, y puede incorporarse en cualquier "medio 
legible por procesador" para su uso por o en conexión con un sistema de ejecución de instrucciones, aparato o 
dispositivo, tal como un procesador de un único o múltiples núcleos o sistema que contiene procesadores. Tales 5 
sistemas accederán generalmente a las instrucciones desde el sistema de ejecución de instrucciones, aparato o 
dispositivo y ejecutarán las instrucciones 
 
La Figura 1 es un diagrama de bloques funcional que ilustra una realización de ejemplo de un dispositivo informático 
portátil (PCD) en el que pueden implementarse sistemas y métodos para gestión térmica con reconocimiento de 10 
trayectoria de datos. Como se muestra, el PCD 100 incluye un sistema en chip ("SoC") 102 que incluye una unidad de 
procesamiento central ("CPU") de múltiples núcleos 110 y un procesador de señales analógico 128 que se acoplan 
juntos. La CPU 110 puede comprender múltiples núcleos que incluyen un ceroésimo núcleo 122, un primer núcleo 124 
hasta, e incluyendo, un Nésimo núcleo 126. Además, en lugar de una CPU 110, también puede emplearse un procesador 
de señales digitales ("DSP") según se entiende por un experto en la materia. Como se entenderá, los núcleos 122, 15 
122, 126 pueden implementarse para ejecutar una o más instrucciones o tareas, tales como instrucciones o tareas de 
una aplicación que se ejecuta por el PCD 100. Como también se entenderá, tales instrucciones o tareas pueden 
ejecutarse en su lugar, o adicionalmente, por o en uno o más componentes de procesamiento adicionales, tales como 
la GPU 182 ilustrada en la Figura 1. 
 20 
En una realización, puede implementarse un módulo de supervisión 114 para comunicarse con las memorias 
intermedias primero en entrar-primero en salir (FIFO) (no ilustradas en la Figura 1) implementadas por diversos 
componentes del PCD 100 durante la operación, así como con otros componentes del SoC 102, tales como la CPU 
110 o la GPU 182, etc. El módulo de supervisión 114 también pueden determinar en algunas realizaciones cuáles 
entre diversos FIFO se redimensionarán, y hasta que grados las FIFO se redimensionarán como se describe a 25 
continuación. Aunque en la Figura 1 se muestra por conveniencia como un único componente en el SoC 102, el módulo 
de supervisión 114 puede comprender en algunas realizaciones múltiples componentes, uno, algunos o todos de los 
cuales pueden no ubicarse en el SoC 102. No es necesario en la presente divulgación que el módulo de supervisión 
114 sea un componente ilustrado en la Figura 1, y en algunas realizaciones el módulo de supervisión 114 puede 
implementarse en software tal como instrucciones ejecutables, código y/o parámetros almacenados en una memoria 30 
112. 
 
Como se ilustra en la Figura 1, un controlador de dispositivo 129 y un controlador de pantalla táctil 130 se acoplan a 
la CPU 110. Un visualizador de pantalla táctil 132 externo al SoC 102 se acopla al controlador de visualización 131 y 
al controlador de pantalla táctil 130. De nuevo, aunque en la Figura 1 se muestran como componentes individuales 35 
ubicados en el SoC 102, o bien el controlador de visualización 131 o bien el controlador de pantalla táctil 130 puede 
comprender múltiples componentes, uno o más de los cuales pueden no estar ubicados en el SoC 102 en algunas 
realizaciones. 
 
El PCD 100 puede incluir adicionalmente un codificador de vídeo 134, por ejemplo, un codificador de línea de 40 
alternancia de fase ("PAL"), un codificador de color secuencial con memoria ("SECAM"), un codificador del comité 
nacional de sistema(s) de televisión o cualquier otro tipo de codificador de vídeo 134. El codificador de vídeo 134 se 
acopla a la CPU 110. Un amplificador de vídeo 136 se acopla al codificador de vídeo 134 y al visualizador de pantalla 
táctil 132. Un puerto de vídeo 138 se acopla al amplificador de vídeo 136. Como se representa en la Figura 1, un 
controlador de Bus Serial Universal ("USB") 140 se acopla a la CPU 110. Además, un puerto USB 142 se acopla al 45 
controlador de USB 140. Una memoria 112 y una tarjeta de módulo de identidad de abonado (SIM) 146 también 
pueden acoplarse a la CPU 110. Además, como se muestra en la Figura 1, una cámara digital 148 puede acoplarse a 
la CPU 110 del SoC 102. En un aspecto ilustrativo, la cámara digital 148 es una cámara de dispositivo de carga 
acoplada ("CCD") o una cámara de semiconductor complementario de óxido metálico ("CMOS"). 
 50 
Como se ilustra adicionalmente en la Figura 1, un CÓDEC de audio estéreo 150 puede acoplarse al procesador de 
señales analógico 126. Además, un amplificador de audio 152 puede acoplarse al CÓDEC de audio estéreo 150. En 
un aspecto ilustrativo, un primer altavoz estéreo 154 y un segundo altavoz estéreo 156 se acoplan al amplificador de 
audio 152. La Figura 1 muestra que un amplificador de micrófono 158 también puede acoplarse al CÓDEC de audio 
estéreo 150. Adicionalmente, un micrófono 160 puede acoplarse al amplificador de micrófono 158. En un aspecto 55 
particular, un sintonizador de radio de frecuencia modulada ("FM") 162 puede acoplarse al CÓDEC de audio estéreo 
150. Además, una antena de FM 164 se acopla al sintonizador de radio FM 162. Además, los auriculares estéreos 166 
pueden acoplarse al CÓDEC de audio estéreo 150. 
 
La Figura 1 indica adicionalmente que un transceptor de frecuencia de radio ("RF") 168 puede acoplarse al procesador 60 
de señales analógico 128. Un conmutador de RF 170 puede acoplarse al transceptor de RF 168 y una antena de RF 
172. Como se muestra en la Figura 1, un teclado numérico 174 puede acoplarse al procesador de señales analógico 
128. Además, un auricular mono con un micrófono 176 puede acoplarse al procesador de señales analógico 128. 
Además, un dispositivo de vibrador 178 puede acoplarse al procesador de señales analógico 128. La Figura 1 también 
muestra que una fuente de alimentación 188, por ejemplo una batería, se acopla al SoC 102 a través del PMIC 180. 65 
En un aspecto particular, la fuente de alimentación incluye una batería de CC recargable o una fuente de alimentación 
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de CC que se deriva a partir de un transformador de corriente alterna ("CA") a CC que se conecta a una fuente de 
alimentación de CA. 
 
La CPU 110 también puede acoplarse a uno o más sensores térmicos internos y en chip 157A, 157B así como uno o 
más sensores térmicos externos y fuera de chip 157C. Los sensores térmicos en chip 157A pueden comprender uno 5 
o más sensores de temperatura de temperatura proporcional a absoluta ("PTAT") que se basan en una estructura de 
PNP vertical y se dedican normalmente a circuitos de integración a muy larga escala ("VLSI") de semiconductor 
complementario de óxido metálico ("CMOS"). Los sensores térmicos fuera de chip 157C pueden comprender uno o 
más termistores u otros sensores deseados. Los sensores térmicos 157C pueden producir una caída de tensión que 
se convierte a señales digitales con un controlador de convertidor de analógico a digital ("ADC") 103. Sin embargo, 10 
pueden emplearse otros tipos de sensores térmicos 157A, 157B, 157C sin alejarse del alcance de la invención. 
 
En la realización ilustrada en la Figura 1, el visualizador de pantalla táctil 132, el puerto de vídeo 138, el puerto de 
USB 142, la cámara 148, el primer altavoz estéreo 154, el segundo altavoz estéreo 156, el micrófono 160, la antena 
de FM 164, los auriculares estéreos 166, el conmutador de RF 170, la antena de RF 172, el teclado numérico 174, el 15 
auricular mono 176, el vibrador 178, la fuente de alimentación 188, el PMIC 180 y los sensores térmicos 157C son 
externos al SoC 102. 
 
Como se ha analizado anteriormente, en un aspecto particular, una o más de las etapas de método descritas en este 
documento pueden implementarse mediante instrucciones ejecutables, código y/o parámetros almacenados en una 20 
memoria 112 que pueden formar el módulo de supervisión 114, u otros componentes analizados en este documento. 
Las instrucciones que forman el módulo de supervisión 114 pueden ejecutarse por la CPU 110, el procesador de 
señales analógico 128 u otro procesador, además del controlador de ADC 103, para realizar los métodos descritos en 
este documento. Además, la CPU 110, el procesador de señales analógico 128, la memoria 112, las instrucciones 
almacenadas en la misma o una combinación de los mismos pueden servir como un medio para realizar una o más 25 
de las etapas de método descritas en este documento. 
 
La Figura 2 es un diagrama de bloques que muestra componentes ilustrativos en un SoC 102 que pueden 
implementarse en un PCD 100. El PCD 100 puede ser, en una realización, en forma de un teléfono inalámbrico. La 
Figura 2 es para propósitos de ilustración, y muestra una disposición ilustrativa de ciertos componentes de hardware 30 
del PCD ilustrativo 100, los componentes de hardware representados en el forma de bloque y acoplados 
eléctricamente entre sí a través de una trayectoria de comunicación tal como una interconexión o bus 270. 
 
El bus 270 puede incluir múltiples trayectorias de comunicación a través de una o más conexiones por cable o 
inalámbricas. Dependiendo de la implementación, el bus 270 puede incluir elementos adicionales, que se omiten por 35 
simplicidad, tales como controladores, controladores de dispositivo, repetidores y receptores, para habilitar 
comunicaciones. Además, el bus 270 puede incluir dirección, control y/o conexiones de datos para habilitar 
comunicaciones apropiadas entre los diversos componentes ilustrados en la Figura 2 y/o componentes adicionales del 
SoC 102 y/o PCD 100 si se desea. En una realización, el bus 270 puede comprender un bus de red en chip (NOC) 
270. 40 
 
Como se ilustra en la Figura 2, el SoC 102 puede incluir múltiples procesadores o núcleos, incluyendo CPU_0 222, 
CPU_1 224, CPU_2 226 y CPU_3 228 (colectivamente CPU 222-228). Aunque se ilustran cuatro CPU 222-228, en 
otras realizaciones el SoC 102 puede tener más o menos CPU 222-228 y/o las CPU 222-228 pueden disponerse de 
forma diferente que la ilustrada en la Figura 2. Adicionalmente, el SoC 102 puede tener una arquitectura diferente para 45 
los componentes de procesamiento que la ilustrada en la Figura 2, tal como una arquitectura "grande - pequeña", 
comprendiendo cada una de las CPU 222-228 dos componentes de procesamiento separados de diferentes tamaños. 
La presente divulgación es igualmente aplicable a todas tales variaciones de arquitectura. 
 
Como también se ilustra en la Figura 2, el SoC 102 también puede comprender una GPU 282 separada para procesar 50 
o ejecutar cargas de trabajo relacionadas con gráficos, tales como la renderización de información gráfica a un 
visualizador de usuario 232. De manera similar, el SoC 102 puede incluir un codificador de vídeo 234 para codificar o 
decodificar archivos de vídeo. Aunque no se ilustra, el SoC 102 también puede incluir un codificador de audio separado 
para codificar o decodificar archivos de audio y/o las porciones de audio de archivos de vídeo. El SoC 102 también 
puede incluir una o más cámaras ilustradas como la cámara 248 en la Figura 2. De manera similar, el SoC 102 puede 55 
incluir uno o más componentes para permitir comunicaciones entre el PCD 100 y otros dispositivos y sistemas 
informáticos. Tales componentes de comunicación pueden incluir el módem 260 y/o LAN de área extensa (WLAN) 
262. 
 
El SoC 102 también incluirá uno o más subsistemas 240 para soportar los componentes listados anteriormente y/o 60 
para realizar otra funcionalidad para el SoC 102 o PCD 100. Como se entenderá, estos subsistemas (ilustrados por 
conveniencia como un único subsistema 240) pueden incluir diversos componentes o lógica configurada para funcionar 
en conjunto con o funcionar independientemente de los componentes del SoC 102 anteriormente identificados. Por 
ejemplo, en una realización el subsistema 240 puede comprender un subsistema de audio de baja potencia (LPASS) 
para el tratamiento de datos de audio para el SoC 102. De manera similar, en una realización el subsistema 240 puede 65 
incluir un subsistema de vídeo para el tratamiento de datos de vídeo para el SoC 102, tales como datos de vídeo a 
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codificar por el codificador de vídeo 234 y/o datos de vídeo a renderizar por la GPU 282. El SoC 102 puede incluir en 
diversas realizaciones más subsistemas que el subsistema 240 ilustrado. 
 
Finalmente, en la realización ilustrada en la Figura 2, el SoC 102 incluye una o más memorias intermedias (250A-
250I). Las memorias intermedias 250A-250I permiten el almacenamiento en memoria intermedia de datos antes de 5 
que se lean por su respectivo componente o subsistema ilustrado en la Figura 2 al que se acopla cada memoria 
intermedia 250A-250I. Como se entenderá, las memorias intermedias 250A-250I pueden implementarse como 
cualquier memoria intermedia o estructura de memoria deseada (por ejemplo, cualquier tipo de memoria distinto de 
SRAM y DRAM) tal como una memoria intermedia primero en entrar-primero en salir (FIFO). Por conveniencia, las 
memorias intermedias se ilustran como las FIFO 250A-250I en las realizaciones ilustrativas analizadas a continuación. 10 
Sin embargo, el análisis a continuación y la presente divulgación son igualmente aplicables a cualquier tipo de 
almacenamiento o memoria del método usado para almacenar en memoria intermedia. Como también se entenderá, 
la representación de las FIFO 250A-250I separadas en la Figura 2 es ilustrativa. Las FIFO 250A-250I, en otras 
realizaciones, pueden no ser memorias intermedias o componentes físicamente separados del SoC 102. Por ejemplo, 
las FIFO 250A-250I pueden no estar separadas de los componentes, sino que pueden ser en su lugar una parte del 15 
componente para el que una FIFO 250A-250I proporciona almacenamiento en memoria intermedia. En tales 
realizaciones una memoria intermedia particular, tal como la FIFO 250A, puede considerarse parte del componente 
(subsistema 240) para el que la FIFO 250A proporciona almacenamiento en memoria intermedia - es decir dentro de 
la caja que representa el subsistema 240 en la Figura 2. En otras realizaciones las FIFO 250A-250I pueden 
implementarse como una serie de registradores de memoria o una serie de direcciones en una memoria única, con 20 
cada serie de registradores de memoria o direcciones designadas para actuar como una FIFO 250A-250I para un 
componente particular. 
 
Adicionalmente, como se ilustra por la FIFO 250C y la FIFO 250D, uno o más componentes del SoC 102 pueden 
compartir una memoria intermedia, aunque en algunas realizaciones cada componente tendrá su propia memoria 25 
intermedia. Como se entenderá, el SoC 102 puede tener más o menos componentes y subsistemas que los ilustrados 
en la Figura 2 y/o la disposición espacial de los componentes o subsistemas pueden disponerse de forma diferente 
que la disposición ilustrativa mostrada en la Figura 2. 
 
Pasando a la Figura 3, se ilustra un diagrama de bloques que muestra aspectos de una realización ilustrativa de un 30 
sistema 300 para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica. El sistema 300 puede implementarse en 
un SoC 102 que tiene los componentes ilustrativos 200 de SoC 102 ilustrados en la Figura 2. Adicionalmente, el SoC 
102 del sistema 300 puede ser el SoC 102 de PCD 100 ilustrado en la Figura 1. Como se ilustra en la Figura 3, el SoC 
102 incluye una CPU 110 con múltiples componentes de procesamiento tales como los núcleos 222, 224, 230, que 
pueden corresponder en una realización a las CPU 222-228 de la Figura 2. El CPU 110 se acopla eléctricamente a 35 
una trayectoria de comunicación tal como una interconexión o bus 270 tal como el bus 270 descrito anteriormente para 
la Figura 2. El SoC 102 también puede incluir la GPU 282, el módem 260 y la cámara 248 eléctricamente acoplados 
al bus 270. 
 
El sistema 300 incluye un controlador de memoria 308 en comunicación con el bus 270, el controlador de memoria 40 
308 configurado para controlar las memorias en o acopladas al SoC 102, incluyendo la memoria de sistema 112 
(Figura 1) y ciertos aspectos de las FIFO 250A-250I (Figura 2). Aunque no se ilustra, el sistema 300 también puede 
incluir diversos controladores de dispositivo para los componentes del SoC 102 que contienen información de 
configuración y operación acerca de los componentes del SoC 102. Tales controladores de dispositivo pueden 
distribuirse entre y/o coubicarse con los diversos componentes a los que se aplica un controlador de dispositivo 45 
particular. 
 
El sistema 300 también incluye un módulo de supervisión 114 en comunicación con el bus 270. En una realización el 
módulo de supervisión 114 puede operar para determinar cuándo redimensionar una o más FIFO 250A-250I (Figura 
2) y/o para determinar la cantidad que se redimensionará una o más FIFO 250A-250I. Aunque se muestra como un 50 
único componente en el SoC 102 en la Figura 2, el módulo de supervisión 114 puede comprender, en algunas 
realizaciones, múltiples componentes y/o la funcionalidad del módulo de supervisión 114 analizado en este documento 
puede distribuirse entre diversos componentes del SoC 102. En otras realizaciones, el módulo de supervisión 114 
puede no ser un componente en absoluto como se ilustra en la Figura 2, sino que en su lugar el módulo de supervisión 
114 puede implementarse en software tal como instrucciones ejecutables, código y/o parámetros almacenados en una 55 
memoria del SoC 102. 
 
Independientemente de cómo se implemente, para hacer las determinaciones acerca de cuándo y/o cómo 
redimensionar las memorias intermedias, el módulo de supervisión 114 puede recibir u obtener información desde 
diversos componentes para determinar o entender un caso de uso para el PCD 100. El módulo de supervisión 114 60 
puede recibir u obtener de forma similar información desde diversos componentes para determinar o entender un 
cambio desde un primer caso de uso a un segundo caso de uso que justificaría el redimensionamiento de una o más 
memorias intermedias. En una realización, un caso de uso es una forma o manera para categorizar cómo se está 
usando el PCD 100. Un caso de uso proporciona información acerca de (o puede definirse por) un nivel de actividad, 
o nivel de actividad esperado, de diversos componentes del PCD 100 o SoC 102 durante ese caso de uso. 65 
 

E18733123
07-05-2021ES 2 871 099 T3

 



8 

Casos de uso ilustrativos pueden incluir juego, reproducción de vídeo, comunicación (tal como mensajería de texto o 
una llamada de teléfono), actividad computacional, cámara (tal como hacer fotografías); captura de vídeo (que puede 
ser un subconjunto del caso de uso de cámara o un caso de uso separado); música (que puede incluir la reproducción 
de archivos de música guardados en el PCD 100 y/o música en difusión en continuo en el PCD 100); navegación de 
internet; realización de respaldo del PCD 100; arranque (tal como cuando el PCD 100 se está encendiendo después 5 
de haberse apagado); por defecto (que puede ser un caso de uso por defecto cuando no se aplican otros casos de 
uso); u otros casos de uso. Adicionalmente, en algunas realizaciones, pueden definirse o crearse casos de uso nuevos 
basándose en cómo se usa el PCD 100 durante un periodo de tiempo. En tales realizaciones, el caso o casos de uso 
nuevos pueden definirse o crearse por el módulo de supervisión 114. 
 10 
Determinar qué caso de uso se aplica al PCD 100 en un momento particular puede basarse en el conocimiento de o 
información acerca de las aplicaciones o programas que se están ejecutando por el PCD 100, o que están a punto de 
ejecutarse por el PCD 100. Este conocimiento o información puede ser directo (tal como software que entiende qué 
aplicaciones, instrucciones o código se ejecutan en el SoC 102) o puede inferirse (tal como basándose en entradas 
de usuario). En algunas implementaciones, determinar qué caso de uso se aplica al PCD 100 en un momento particular 15 
puede basarse adicionalmente, o en su lugar, en información de estado actual acerca del PCD 100, tal como el nivel 
de actividad de uno o más componentes en el PCD 100 o SoC 102 (tal como GPU 282, cámara 248, módem 260, 
codificador de vídeo 232, etc.). En aún otras implementaciones, el caso de uso que se aplica al PCD 100 en un 
momento particular puede basarse en un evento de desencadenamiento particular, tal como reiniciar el PCD 100 o 
SoC 102 desde un estado apagado. 20 
 
Independientemente de cómo se determine o entienda, cada caso de uso se asociará con un nivel de actividad 
esperado o anticipado para uno o más componentes del SoC 102 y/o PCD 100. Por ejemplo, un caso de uso de 
"cámara" puede ser en el que la cámara y/o a aplicación de cámara se han activado por el usuario del PCD 100. Para 
un caso de uso de este tipo, puede esperarse que la cámara (tal como la cámara 248 de la Figura 2 y la Figura 3) y el 25 
visualizador (tal como el visualizador 232 de la Figura 2), y cualquier subsistema de soporte, estarán activos. También 
puede esperarse que para el caso de uso de "cámara", el módem 260, GPU 282, codificador de vídeo 234, así como 
otros componentes del SoC 102 (Figura 2) pueden no estar activos, o estarán menos activos que en otros casos de 
uso. 
 30 
Por medio de otro ejemplo, un caso de uso de "comunicación" puede ser en el que el módem y/o una aplicación de 
comunicación que usa el módem se han activado por el usuario del PCD 100. La Figura 4A es el diagrama de bloques 
de la Figura 2, en el que se ilustra un ejemplo de la operación de un sistema y método para dimensionamiento de 
memoria intermedia FIFO dinámica para un caso de uso de "comunicación" ilustrativo. Para un caso de uso de este 
tipo, puede esperarse que el módem 260 y cualquier subsistema de soporte estarán activos como se representa por 35 
la región sombreada de la Figura 4A. La memoria intermedia para tales componentes activos como el módem 260 
(FIFO 250H) se dimensionará para acomodarse al nivel de actividad esperado - es decir, una profundidad 
relativamente mayor de memoria intermedia. 
 
Por el contrario, puede esperarse que los restantes componentes del SoC 102 (sin sombreado) pueden no estar 40 
activos, o estarán menos activos para este caso de uso de "comunicación". Las memorias intermedias para tales 
componentes inactivos como la cámara 248 (FIFO 250G) y la GPU 282 (FIFO 250F) se dimensionarán para 
acomodarse la inactividad esperada - es decir, profundidades de memoria intermedia más pequeñas. Por lo tanto, 
para los componentes que se espera que estén menos activos para este caso de uso, puede reducirse el tamaño y 
profundidad de las memorias intermedias acopladas a estos componentes, evitando o reduciendo la potencia de fuga 45 
sin tener impacto en el rendimiento del PCD. 
 
Obsérvese que para el caso de uso de "comunicación", dependiendo del tipo de comunicación, puede no usarse todo 
el ancho de banda del módem 260. Se entenderá que incluso aunque no se usa todo el ancho de banda del módem 
260, el módem 260 puede estar sincronizado con otros componentes (por ejemplo, con un controlador de memoria no 50 
ilustrado en la Figura 4A) para propósito de calidad de servicios, para evitar latencia, etc. En otras palabras, puede 
forzarse al módem 260 a operar a una frecuencia mayor incluso aunque el módem 260 esté usando todo su ancho de 
banda. 
 
En tales casos de uso, las técnicas de consumo de potencia tradicionales que controlan la tensión o frecuencia del 55 
módem 260 no serán efectivas ya que el módem 260 está sincronizado con otros componentes y/o compartiendo un 
carril de potencia con otros componentes. En ese caso, la FIFO 250H puede dimensionarse relativamente grande, 
pero puede ser aún menos que el tamaño o profundidad completo (por ejemplo, reducido un 25 %). Tal 
dimensionamiento dinámico de la FIFO 250H le permite acomodar el nivel de actividad esperado del módem 260 
mientras aún proporciona ahorros de potencia. De esta manera, el dimensionamiento dinámico de la FIFO 250H puede 60 
proporcionar ahorros de potencia sin tener impacto en el rendimiento del SoC 102 o PCD 100 en el que los métodos 
tradicionales de reducción de potencia basada en tensión/frecuencia pueden ser inaplicables o inefectivos. 
 
Otro ejemplo más es un caso de uso de "juego" en el que un usuario está ejecutando una aplicación de juego en el 
PCD 100. La Figura 4B es el diagrama de bloques de la Figura 2, en el que un ejemplo de la operación de un sistema 65 
y método para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica se ilustra para un caso de uso de "juego" 
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ilustrativo. Para un caso de uso de este tipo, puede esperarse que la GPU 282 y el visualizador 232 puedan ser los 
más activos como se refleja por la región sombreada de la Figura 2C. Las memorias intermedias para estos 
componentes activos como la GPU 282 (FIFO 250E) y el visualización 232 (FIFO 250F) se dimensionarán para 
acomodarse el nivel de actividad esperado - es decir, una profundidad relativamente mayor de memoria intermedia. 
 5 
Para un caso de uso de "juego" de este tipo puede esperarse que el controlador de memoria 308, la CPU 222-228, el 
módem 260 y el codificador de vídeo 234 estarán moderadamente activos. Las memorias intermedias para estos 
componentes moderadamente activos (las FIFO 250C, 250D, 250H) se dimensionarán para acomodarse el nivel de 
actividad moderado esperado - es decir, en una profundidad de memoria intermedia más pequeña en comparación 
con los componentes activos. Finalmente, en el caso de uso de "juego" puede esperarse que la cámara 248 estará 10 
inactiva. Las memorias intermedias para tales componentes inactivos (FIFO 250G) se dimensionarán para 
acomodarse la inactividad esperada - es decir, en una profundidad de memoria intermedia incluso más pequeña en 
comparación con componentes moderados y activos. Tal dimensionamiento dinámico de las FIFO 250C, 205F, 250H 
y/o 250G H - y en particular la reducción de tamaño o profundidad de memoria intermedia para componentes inactivos 
o menos activos del SoC 102 - permite la prevención o reducción de potencia de fuga sin tener impacto en el 15 
rendimiento del PCD 100 o SoC 102. 
 
Como se ilustra mediante este ejemplo de caso de uso de "juego" de la Figura 4B, el nivel de actividad de diversos 
componentes del SoC 102 puede no categorizarse necesariamente como activo/inactivo. En su lugar, los niveles de 
actividad para uno o más casos de uso pueden ser relativos, o variar, con múltiples niveles o grados de actividad 20 
dependiendo del componente. Obsérvese que en este ejemplo de caso de uso de "juego", los componentes menos 
activos o inactivos también pueden tener su tensión y/o frecuencia reducidas como parte de un método tradicional de 
control o ahorro de potencia. El dimensionamiento dinámico de las memorias intermedias en este ejemplo de caso de 
uso de "juego" proporciona ahorros de potencia/reducción de potencia adicional más allá de los ahorros de 
potencia/reducciones de potencia disponibles a partir de métodos tradicionales de reducción de potencia basados en 25 
tensión/frecuencia. 
 
Para implementaciones o casos de uso con grados relativos o variables de actividad de los componentes, la 
información o datos acerca del estado o nivel de actividad y/o tamaño de memoria intermedia puede almacenarse o 
contenerse en el módulo de supervisión 114 o en una memoria accedida por el módulo de supervisión 114 o algún 30 
otro componente de SoC 102. En una realización tal información puede almacenarse en una tabla tal como la tabla de 
estados 500A de la Figura 5A. La tabla de estados 500A puede incluir niveles o estados, tales como F0, F1, F2, F3, 
etc. que representan un nivel o estado de actividad esperado para cada componente del SoC 102 para cada caso de 
uso. La tabla de estados 500A es ilustrativa y en diversas realizaciones puede incluir más o menos casos de uso, más 
o menos componentes y/o más o menos niveles/estados de actividad. 35 
 
En algunas realizaciones la tabla de estados 500A puede ser fija, mientras en otras realizaciones el módulo de 
supervisión 114 u otro componente puede tener la capacidad de modificar la tabla de estados 500A para cambiar uno 
o más de los valores de nivel de actividad, añadir o borrar casos de uso, añadir o borrar componentes, etc. 
Adicionalmente, se entenderá que en lugar de una única tabla de estados 500A como se ilustra en la Figura 5A, la 40 
información en la tabla de estados 500A puede estar distribuida en su lugar en múltiples tablas diferentes, tales como 
una tabla de estados individual (no mostrada) para cada componente del SoC 102. La tabla de estados 500A puede 
ser una tabla de consulta. La tabla de estados 500A puede almacenarse o contenerse en el módulo de supervisión 
114 en una realización, o puede almacenarse en una memoria y accederse por el módulo de supervisión 114, tal como 
cuando módulo de supervisión 114 se implementa en software. 45 
 
Además de, o en lugar de, la información acerca del caso de uso, el módulo de supervisión 114 puede recibir u obtener 
información desde las propias memorias intermedias (tales como las FIFO 250A-250I de la Figura 2) que puede indicar 
que la memoria o memorias intermedias necesitan redimensionarse, o que pueden usarse en la determinación para 
redimensionar una o más memoria o memorias intermedias. Por ejemplo, cuando una FIFO 250A-250I ha empezado 50 
a llenarse con datos, o contiene datos por encima de un nivel umbral, la FIFO 250A-250I puede enviar una señal que 
indica que se está quedando sin espacio, señal que puede recibirse por el módulo de supervisión 114. 
 
Volviendo a la Figura 3, como parte de la determinación o entendimiento del caso de uso, o como parte de una 
determinación separada después de que se entiende el caso de uso, el módulo de supervisión 114 puede contener o 55 
puede recibir u obtener información para determinar una cantidad para redimensionar una o más memorias 
intermedias. Por ejemplo, dependiendo de un nivel de actividad o nivel de actividad esperado o "estado" de un 
componente, para un caso de uso particular, el módulo de supervisión 114 puede determinar una cantidad para 
redimensionar la memoria intermedia para ese componente. 
 60 
En una realización, tal determinación puede ser binaria - es decir, si el componente está "activo" dimensionar la 
memoria intermedia a la profundidad "A" y si el componente está "inactivo" dimensionar la memoria intermedia una 
profundidad "B". En algunas implementaciones de esta realización, las profundidades "A" y "B" pueden ser un valor 
fijo para cada componente del SoC 102 - en otras palabras cada componente activo tiene su memoria intermedia 
redimensionada a la profundidad "A" y cada componente inactivo tiene su memoria intermedia redimensionada a una 65 
profundidad "B" en donde los valores de "A" y "B" son los mismos para todos los componentes. En tales 
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implementaciones el valor de "B" puede ser una fracción de "A" tal como el 50 % de la profundidad "A". En otras 
implementaciones de esta realización, los valores de "A" y "B" pueden variar de componente a componente. 
 
En una realización diferente, la determinación de la cantidad para redimensionar la memoria intermedia puede no ser 
binaria - es decir, la cantidad que se redimensiona la memoria intermedia puede depender del nivel de actividad relativo 5 
del componente. En tales realizaciones, la relación de nivel de actividad con tamaño de memoria intermedia puede 
almacenarse en una tabla, tal como la tabla de consulta (LUT) 500B de la Figura 5B. Como se ilustra en la LUT 500 
ilustrativa de la Figura 5B, cada nivel o estado de actividad de un componente para un caso de uso particular resulta 
en una reducción diferente en el tamaño de memoria intermedia (tal como reducción en una o más de las FIFO 250A-
250I de la Figura 2). 10 
 
En algunas realizaciones la información de tamaño de memoria intermedia para todos los componentes del SoC 102 
puede gobernarse por una única tabla tal como LUT 500B. En otras realizaciones, cada componente del SoC 102 
puede tener una LUT 500B individual, y que los valores de reducción de tamaño de memoria intermedia pueden variar 
para cada componente. Por ejemplo, el estado F1 para la cámara 248 puede resultar en una reducción del 50 % en el 15 
tamaño de memoria intermedia, mientras el estado F1 para la GPU 282 puede resultar en una reducción del 25 % 
como se ilustra en LUT 500B. La LUT 500B puede almacenarse en el módulo de supervisión 114, o puede almacenarse 
en una memoria y accederse por el módulo de supervisión 114, tal como cuando el módulo de supervisión 114 se 
implementa en software. En algunas realizaciones la LUT 500B puede ser fija, mientras en otras realizaciones el 
módulo de supervisión 114 u otro componente puede tener la capacidad de modificar la LUT 500B para añadir o borrar 20 
niveles de actividad, cambiar los valores de reducción de tamaño de memoria intermedia para uno o más niveles de 
actividad, etc. 
 
Pasando a la Figura 6, un diagrama de bloques que ilustra ilustrativo componentes de un SoC 102 durante la operación 
de un sistema y método para dimensionamiento de memoria intermedia FIFO dinámica para otro caso de uso de 25 
"juego". Para el caso de uso de "juego" de la Figura 6, se espera que el controlador de memoria 308, la GPU 282 y la 
CPU 222 serán componentes más activos como se refleja por la región sombreada de la Figura 6. Las memorias 
intermedias para estos componentes activos, FIFO 250E (para la GPU 282), FIFO 250D (para la CPU 222) y FIFO 
250J (para el controlador de memoria 308), se dimensionarán para acomodarse el nivel de actividad esperado - es 
decir, una profundidad relativamente mayor de memoria intermedia. Esto se refleja en la Figura 6 con la indicación de 30 
que las FIFO 250D, 250E y 250J se dimensionarán para el nivel de actividad F0. Como se indica en la LUT 500B de 
la Figura 5B, el nivel de actividad F0 para este ejemplo corresponde a un tamaño de reducción de memoria intermedia 
del 0 % - es decir una memoria intermedia dimensionada completa/máxima. 
 
Continuando con este ejemplo de caso de uso de "juego", se espera que el controlador de memoria 308 será el 35 
siguiente componente más activo. La memoria intermedia FIFO 250H para el módem se dimensionará para 
acomodarse a este nivel de actividad esperado reflejado en la Figura 6 con la indicación de que la FIFO 250H se 
dimensionará para el nivel de actividad F1. Como se indica en la LUT 500B de la Figura 5B, el nivel de actividad F1 
para este ejemplo corresponde a un tamaño de reducción de memoria intermedia del 25 % - es decir, un tamaño de 
memoria intermedia ligeramente reducido. 40 
 
De manera similar, se espera que la cámara 248 será incluso menos activa para este caso de uso de "juego" y la FIFO 
250G para cámara 248 en la Figura 6 se dimensiona para el nivel de actividad F2. El nivel de actividad F2 para este 
ejemplo corresponde a un tamaño de reducción de memoria intermedia del 50 % - es decir, una profundidad de 
memoria intermedia más pequeña que el estado o bien F0 o bien F1. La CPU 222-228, el módem 260 y el codificador 45 
de vídeo 234 estará moderadamente activos. Finalmente, se espera que el codificador de vídeo 234 sea el componente 
menos activo en este caso de uso ilustrativo y la FIFO 250B para el codificador de vídeo 234 se dimensiona para el 
nivel de actividad F3 que corresponde a una reducción en tamaño o profundidad de memoria intermedia del 75 %. 
 
Por lo tanto, para los componentes que se espera que estén menos activos para este caso de uso, puede reducirse 50 
el tamaño y profundidad de las memorias intermedias acopladas a estos componentes, evitando o reduciendo la 
potencia de fuga sin tener impacto en el rendimiento del PCD. De nuevo el dimensionamiento dinámico de las 
memorias intermedias en este ejemplo adicional de caso de uso de "juego" proporciona ahorros de potencia/reducción 
de potencia adicionales más allá de los ahorros de potencia/reducciones de potencia que pueden estar disponibles a 
partir de métodos tradicionales de reducción de potencia basados en tensión/frecuencia aplicados a los componentes 55 
inactivos del SoC 102. 
 
La Figura 6 proporciona un ejemplo ilustrativo de cómo pueden cambiarse dinámicamente las memorias intermedias 
basándose en el caso de uso, o un cambio en el caso de uso. Como se entenderá, diferentes casos de uso pueden 
resultar en las memorias intermedias dimensionándose de forma diferente que la indicada en la Figura 6. 60 
Adicionalmente, en algunas realizaciones, una designación del mismo estado o nivel de actividad para las memorias 
intermedias de dos diferentes componentes (tal como F0 para la FIFO 250J del controlador de memoria 3078 y la 
FIFO 250E para el GPU 282) puede no indicar que las memorias intermedias se dimensionan igual. En otras palabras, 
el estado F0 para la memoria intermedia (FIFO 250J) del controlador de memoria 308 puede corresponder a un tamaño 
o profundidad de memoria intermedia, mientras el estado F0 para la memoria intermedia (FIFO 250E) de la GPU 282 65 
puede corresponder a un tamaño o profundidad diferente. 

E18733123
07-05-2021ES 2 871 099 T3

 



11 

 
Pasando a la Figura 7A, un diagrama de bloques de aspectos de una FIFO 700A ilustrativa con un primer tamaño o 
profundidad. La FIFO 700A puede ser una memoria intermedia tal como las FIFO 250A-250J analizadas anteriormente. 
En el ejemplo de la Figura 7A, la FIFO 700A está al tamaño o profundidad de memoria intermedia más 
completo/máximo, y se comprende de una pluralidad de direcciones de registradores o memoria (denominadas en 5 
este documento como las porciones 702A-702F). Como se ilustra en la Figura 7A, la FIFO 700A tiene un lado de 
escritura 704 en el que los datos pueden situarse para almacenarse en memoria intermedia y un lado de lectura 706 
desde el que el componente acoplado a la FIFO 770A puede leer los datos almacenados en memoria intermedia. 
Adicionalmente, existe un punto medio 708 que refleja el "centro" de la FIFO 770A - es decir, la ubicación en la que el 
número de porciones 702A-702C en un lado del punto medio 708 es igual al número de porciones 702D-702F en el 10 
otro lado del punto medio 708. 
 
La Figura 7B ilustra la FIFO 700A de la Figura 7B después de que se ha reducido a un segundo tamaño o profundidad 
(FIFO 700B). Como se indica en la Figura 7B, un mecanismo para reducir el tamaño y profundidad de una memoria 
intermedia de acuerdo con los sistemas y métodos divulgados en este documento es esperar hasta que tanto el 15 
puntero de escritura 710 como el puntero de lectura 712 estén en el mismo lado del punto medio 708 y, a continuación, 
apagar o desactivar la potencia de una o más porciones 702D-702E en el otro lado de punto medio 708. 
 
En el ejemplo de la Figura 7B, una reducción en tamaño o profundidad de memoria intermedia del 50 % se logra 
esperando hasta que el puntero de escritura 710 y el puntero de lectura 712 estén en el lado izquierdo o de lectura 20 
706 del punto medio 708. Un único conmutador de potencia puede operarse, a continuación, para apagar las porciones 
702D-702F (es decir, la mitad derecha de FIFO 700B) para reducir la FIFO 770B a una mitad del tamaño y profundidad 
de FIFO 770A de la Figura 7A como se indica por la trama en las porciones 702D-702F. Como se entenderá, un 
mecanismo similar puede usarse para conseguir cualquier reducción en tamaño o profundidad de memoria intermedia 
deseada (por ejemplo, 25 %, 50 %, 75 %, 85 %, etc.). Como también se entenderá, en un punto posterior en tiempo, 25 
la FIFO 770B puede devolverse al tamaño más grande por el conmutador de potencia que opera para encender de 
nuevo las porciones 702D-702F. 
 
En otras implementaciones, la misma FIFO 700B también puede reducirse a tamaños o profundidades variables con 
la implementación de conmutadores de potencia o puertas de potencia adicionales. Por ejemplo, un primer conmutador 30 
de potencia para apagar una primera porción 702F puede resultar en una reducción en tamaño o profundidad de 
memoria intermedia del 25 % para la FIFO 700B. Un segundo conmutador de potencia para apagar también una 
segunda porción 702E puede resultar en una reducción en tamaño o profundidad de memoria intermedia del 50 % 
para la FIFO 700B. En un punto posterior en tiempo, la FIFO 770B puede devolverse a un tamaño mayor por el 
conmutador o conmutadores de potencia que operan para encender de vuelta una o más de las porciones 702D-702F 35 
para ampliar la FIFO 770B al tamaño o profundidad deseada. 
 
En algunas realizaciones puede ser deseable proporcionar múltiples conmutadores de potencia para permitir 
reducciones variables en tamaño o profundidad de memoria intermedia de una FIFO 700B particular. En otras 
realizaciones, los costes adicionales, potencia, etc., de cada conmutador de potencia y/o circuitería de control 40 
necesarios para controlar de forma variable el tamaño o profundidad de memoria intermedia de un FIFO 700B 
particular pueden no garantizarse. En tales realizaciones puede ser más deseable un único conmutador de potencia 
para permitir un único tamaño de reducción (tal como una reducción del 50 %, por ejemplo). Que tal control de tamaño 
o profundidad de memoria intermedia variable sea deseable puede depender de una diversidad de factores, incluyendo 
el componente del SoC 102 para el que se usará una memoria intermedia, los ahorros de potencia esperados de la 45 
reducción del tamaño de la memoria intermedia particular, etc. Las Figuras 7A-7B ilustran un mecanismo para ajustar 
dinámicamente el tamaño de 
 
La Figura 8 es un diagrama de flujo lógico que ilustra la operación de un método ilustrativo 800 para controlar 
dinámicamente un tamaño de memoria intermedia en un dispositivo informático. El método 800 comienza en el bloque 50 
802 con una determinación de un primer caso de uso para un dispositivo informático, tal como el PCD 100. El primer 
caso de uso puede ser uno de una pluralidad de casos de uso. La pluralidad de casos de uso pueden predefinirse y 
establecerse en algunas realizaciones, mientras en otras realizaciones la pluralidad de casos de uso puede cambiar 
o alterarse con el paso del tiempo. La determinación del bloque 802 puede ser la identificación de un caso de uso 
particular que se aplica para cómo se está operando el PCD 100 en la actualidad. En algunas realizaciones la 55 
determinación de bloque 802 puede ser un caso de uso por defecto en el caso en el que la operación actual del PCD 
100 no se ajusta a los otros casos de uso predefinidos. 
 
La determinación del primer caso de uso en el bloque 802 puede hacerse por el módulo de supervisión 114 en una 
realización (véase la Figura 3), y el módulo de supervisión 114 en tales realizaciones puede recibir u obtener 60 
información desde diversos componentes para determinar o entender qué caso de uso se aplica para cómo se está 
usando el PCD 100 en la actualidad. Tal información recibida puede incluir el nivel de actividad presente de uno o más 
componentes en el PCD 100 o el SoC 102 (tal como el GPU 282, la cámara 248, el módem 260, el codificador de 
vídeo 232, etc. de la Figura 2 y/o la Figura 3). 
 65 
La determinación en el bloque 802 puede basarse adicionalmente, o como alternativa, en el conocimiento de o 
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información acerca de las aplicaciones o programas que se están ejecutando del PCD 100, o que están a punto de 
ejecutarse por el PCD 100. Tal conocimiento o información puede ser directo (tal como software que entiende qué 
aplicaciones, instrucciones o código se ejecutan en el SoC 102) o puede inferirse (tal como basándose en entradas 
de usuario). La determinación en el bloque 802 también puede basarse adicionalmente, o como alternativa, en un 
evento de desencadenamiento, tal como el reinicio del PCD 100 o el SoC 102 desde un estado de apagado. 5 
 
El método 800 continúa al bloque 804 en el que se obtiene el tamaño de memoria intermedia o información de 
profundidad para el primer caso de uso. La memoria o memorias intermedias pueden ser las FIFO 250A-250J 
analizadas anteriormente para las Figuras 4A-4B y la Figura 6. Dependiendo del caso de uso determinado en el bloque 
802, puede esperarse que diversos componentes del SoC 102 sean más o menos activos. En el bloque 804, los 10 
valores para el tamaño o profundidad de memoria intermedia para cada FIFO 250A-250J asociada con los diversos 
componentes del SoC 102 se obtienen o determinan para el primer caso de uso. 
 
En algunas realizaciones, obtener la información de tamaño de memoria intermedia en el bloque 804 puede 
comprender leer la información de tamaño de memoria intermedia de una o más tablas. Por ejemplo, puede obtenerse 15 
un estado o nivel de actividad esperado para uno o más componentes para el caso de uso determinado de una tabla 
tal como la tabla de estados 500A de la Figura 5A. Como se ha analizado anteriormente, en lugar de una única tabla 
500A, pueden mantenerse diferentes tablas de estados (no mostradas) para cada componente de SoC 102 en algunas 
implementaciones. Adicionalmente, o como alternativa, un valor de tamaño reducción para una o más memorias 
intermedias (cada memoria intermedia asociada con un componente en una realización) puede obtenerse de una tabla 20 
tal como la LUT 500B de la Figura 5B. Como se entenderá, pueden implementarse otras formas de obtener el tamaño 
de memoria intermedia o información de profundidad para el primer caso de uso en lugar de tablas. Adicionalmente, 
en algunas realizaciones, el bloque 804 puede no ser una etapa separada, sino que en su lugar puede ser parte de la 
determinación del bloque 802. 
 25 
El método 800 continúa al bloque 806 en el que, basándose en el primer caso de uso determinado y la información de 
tamaño de memoria intermedia obtenida, un primer tamaño de memoria intermedia se establece para memoria o 
memorias asociadas con uno o más componentes del dispositivo informático. La memoria o memorias intermedias 
pueden ser las FIFO 250A-250J analizadas anteriormente para las Figuras 4A-4B y la Figura 6. Dependiendo del caso 
de uso determinado en el bloque 802, puede esperarse que diversos componentes del SoC 102 sean más o menos 30 
activos. En el bloque 806, el tamaño o profundidad de memoria intermedia para cada FIFO 250A-250J asociada con 
los diversos componentes del SoC 102 se ajusta según se necesite de acuerdo con el caso de uso determinado e 
información de tamaño de memoria intermedia obtenida. 
 
En una realización, esto puede incluir reducir el tamaño o profundidad de memoria intermedia de componentes que 35 
se espera que sean menos activos o inactivos y/o incrementar el tamaño o profundidad de memoria intermedia de 
componentes que se espera que sean más activos. Como se ha analizado anteriormente, la cantidad de aumento o 
disminución de tamaño o profundidad de memoria intermedia puede variar por componente y/o por caso de uso. El 
ajuste de tamaño de memoria intermedia puede lograrse por cualquier mecanismo deseado, tal como el mecanismo 
analizado para las Figuras 7A-7B anteriores. Adicionalmente, tal ajuste de tamaño de memoria intermedia puede 40 
lograrse además de, o en lugar de, cualquier otra estrategia de migración o control de potencia que está 
implementando el PCD 100 o SoC 102. 
 
En el bloque 808 se determina un segundo caso de uso, diferente del primer caso de uso, para el dispositivo 
informático. Esta determinación del bloque 808 puede hacerse de la misma manera como la determinación analizada 45 
anterior para el bloque 802 en respuesta a cambiar condiciones en componentes del PCD 100 y/o un cambio en cómo 
se está usando el PCD 100. A modo de ejemplo, el PCD 100 puede cambiar desde un caso de uso de "juego" a un 
caso de uso de "comunicación", tal como cuando un usuario deja de jugar a un juego en el PCD 100 para hacer o 
recibir una llamada de teléfono en el PCD 100. En el bloque 808 se detecta o determina este cambio en caso de uso 
y/u operación de cambio del PCD 100, tal como por el módulo de supervisión 114. Como se ha analizado 50 
anteriormente, el módulo de supervisión 114 puede implementarse en software. 
 
La determinación en el bloque 808 puede hacerse basándose en información desde diversos componentes para 
determinar o entender que el uso/estado de PCD 100 ha cambiado y para determinar qué caso de uso se aplica a 
cómo se está usando el PCD 100 en la actualidad. Tal información recibida puede incluir el nivel de actividad presente 55 
de uno o más componentes en el PCD 100 o el SoC 102 (tal como el GPU 282, la cámara 248, el módem 260, el 
codificador de vídeo 232, etc. de la Figura 2 y/o la Figura 3). La determinación en el bloque 808 puede basarse 
adicionalmente, o como alternativa, en el conocimiento de o información acerca de las aplicaciones o programas que 
se están ejecutando por el PCD 100, que ha dejado de ejecutarse en el PCD 100, y/o que están a punto de ejecutarse 
por el PCD 100. Tal conocimiento o información puede ser directo (tal como software que entiende qué aplicaciones, 60 
instrucciones o código se ejecutan en el SoC 102) o puede inferirse (tal como basándose en entradas de usuario). 
 
La determinación en el bloque 808 también puede basarse adicionalmente, o como alternativa, en un evento de 
desencadenamiento, tal como el reinicio del PCD 100 o SoC 102 desde un estado apagado anterior. Como en el 
bloque 802 anterior, la determinación de bloque 808 puede ser la identificación de un segundo caso de uso particular 65 
para cómo se está operando el PCD 100 en la actualidad diferente del primer caso de uso. En algunas realizaciones 
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la determinación de bloque 806 puede ser un caso de uso por defecto en el caso en el que la operación actual del 
PCD 100 no se ajusta a los otros casos de uso predefinidos. 
 
El método 800 continúa al bloque 810 en el que se obtiene el tamaño de memoria intermedia o información de 
profundidad para el segundo caso de uso. La memoria o memorias intermedias pueden ser las FIFO 250A-250J 5 
analizadas anteriormente para las Figuras 4A-4B y la Figura 6. Dependiendo del segundo caso de uso determinado 
en el bloque 808, puede esperarse que diversos componentes del SoC 102 sean más o menos activos que lo que 
fueron para el primer caso de uso. En el bloque 810, para el segundo caso de uso se obtienen o determinan nuevos 
valores para el tamaño o profundidad de memoria intermedia para cada FIFO 250A-250J asociada con los diversos 
componentes del SoC 102. Se espera que para una o más de las memorias intermedias estos nuevos y segundos 10 
valores para el tamaño o profundidad de memoria intermedia puedan ser diferentes de los primeros valores para el 
tamaño o profundidad de memoria intermedia obtenida o establecida para el primer caso de uso. 
 
En algunas realizaciones, obtener la información del nuevo o segundo tamaño de memoria intermedia información en 
el bloque 810 puede comprender leer la información de tamaño de memoria intermedia desde una o más tablas tales 15 
como la tabla de estados 500A de la Figura5A y/o la LUT 500 de la Figura 5B como se ha analizado para el bloque 
804. Como se entenderá, pueden implementarse otras formas de obtener tamaño de memoria intermedia o 
información de profundidad para el segundo caso de uso en lugar de tablas. Adicionalmente, en algunas realizaciones, 
el bloque 810 puede no ser una etapa separada, sino que en su lugar puede ser parte de la determinación del bloque 
808. 20 
 
En el bloque 812 se establece un segundo tamaño de memoria intermedia para memoria o memorias asociadas con 
uno o más componentes del dispositivo informático en el que, basándose en el segundo caso de uso determinado y 
la información de tamaño de memoria intermedia obtenida para el segundo caso de uso. La memoria o memorias 
intermedias pueden ser, de nuevo, las FIFO 250A-250J analizadas anteriormente para las Figuras 4A-4B y la Figura 25 
6. Dependiendo del caso de uso determinado en el bloque 808, puede esperarse que diversos componentes del SoC 
102 sean más o menos activos. En el bloque 812, el tamaño o profundidad de memoria intermedia para cada FIFO 
250A-250J asociada con los diversos componentes del SoC 102 se ajusta según sea necesario de acuerdo con el 
segundo caso de uso determinado. 
 30 
En una realización, esto puede incluir reducir el tamaño o profundidad de memoria intermedia de componentes que 
se espera que sean menos activos o inactivos y/o incrementar el tamaño o profundidad de memoria intermedia de 
componentes que se espera que sean más activos en el segundo caso. Como se ha analizado anteriormente, la 
cantidad de aumento o disminución de tamaño o profundidad de memoria intermedia puede variar por componente 
y/o por caso de uso. Adicionalmente, tal ajuste de tamaño de memoria intermedia puede lograrse además de, o en 35 
lugar de, cualquier otra estrategia de migración o control de potencia que está implementando el PCD 100 o SoC 102. 
 
El método 800 continúa al bloque opcional 814 en el que los datos de caso de uso o información para uno o más 
componentes del dispositivo informático pueden actualizarse si se necesita. Para realizaciones en las que la pluralidad 
de casos de uso pueden cambiar con el paso del tiempo, tales cambios pueden rastrearse (por ejemplo por el módulo 40 
de supervisión 114) y puede hacerse de vez en cuando en el bloque 814. Cambios a la información de caso de uso 
pueden resultar a partir de datos recopilados con el paso del tiempo durante la operación del PCD 100 acerca de cómo 
se usa el PCD 100. Tales cambios a la información de caso de uso en el bloque 814 puede incluir borrar casos de 
uso, añadir caso de uso nuevos, cambiar el nivel de actividad de uno o más componentes para un caso de uso, 
cambiar el tamaño o profundidad de memoria intermedia para un nivel de actividad particular para uno o más 45 
componentes o cualquier combinación de los mismos. 
 
Para realizaciones en las que la pluralidad de casos de uso se predeterminan y pueden no cambiarse, el bloque 814 
puede no realizarse o puede realizarse únicamente en parte. Por ejemplo, en algunas realizaciones, pueden no 
añadirse o borrarse casos de uso, pero pueden actualizarse valores de nivel de actividad y/o información de tamaño 50 
de memoria intermedia para niveles de actividad. El método 800, a continuación, continúa para supervisar el estado 
del PCD 100 y/o los componentes del SoC 102 para determinar cualquier cambio futuro o adicional en el caso de uso. 
En el caso de tales cambios futuros, los bloques 808, 810, 812 y/u 814 pueden reiterarse para un tercer caso de uso, 
cuarto caso de uso, etc. como se ha descrito anteriormente. 
 55 
La Figura 8 describe únicamente una realización ilustrativa de un redimensionamiento de memoria intermedia dinámica 
del método 800 en un dispositivo informático tal como PCD 100. En otras realizaciones, pueden añadirse bloques o 
etapas adicionales al método 800. De manera similar, en algunas realizaciones diversos bloques o etapas mostradas 
en la Figura 8 pueden combinarse u omitirse, tal como por ejemplo combinar los bloques 802 y 804 en un bloque o 
etapa de predicción/obtención en lugar de los dos bloques separados ilustrados en la Figura 8. Como alternativa, los 60 
bloques 804 y 806 podrían combinarse en un bloque o etapa de tamaño de memoria intermedia de 
obtención/establecimiento en lugar de los dos bloques separados ilustrados en la Figura 8. Tales variaciones del 
método 800 pertenecen al alcance de esta divulgación. 
 
Adicionalmente, ciertas etapas en los procesos o flujos de proceso descritos en esta memoria descriptiva preceden 65 
naturalmente a otros para que la invención funcione como se describe. Sin embargo, la divulgación no se limita al 
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orden de las etapas descritas si tal orden o secuencia no altera la funcionalidad. Además, se reconoce que algunas 
etapas pueden realizarse antes, después o en paralelo (sustancialmente simultáneamente) con otras etapas sin 
alejarse del alcance de esta divulgación. En algunos casos, ciertas etapas pueden omitirse o no realizarse sin alejarse 
del alcance de la divulgación. Además, palabras tales como "después", "a continuación", "siguiente", "posteriormente", 
etc. no pretenden limitar el orden de las etapas. Estas palabras se usan simplemente para guiar al lector a través de 5 
la descripción del método 800 ilustrativo. 
 
Las diversas operaciones y/o métodos descritos anteriormente pueden realizarse por diversos componente o 
componentes y/o módulo o módulos de hardware y/o software, y tal componente o componentes y/o módulo o módulos 
pueden proporcionar los medios para realizar tales operaciones y/o métodos. Adicionalmente, un experto en 10 
programación es capaz de escribir código informático o identificar hardware y/o circuitos apropiados para implementar 
el método divulgado o sistema sin dificultad basándose en los diagramas de flujo y descripción asociada en esta 
memoria descriptiva, por ejemplo. 
 
Por lo tanto, la divulgación de un conjunto particular de instrucciones de código de programa o dispositivos de hardware 15 
detallados no se considera necesario para un entendimiento adecuado de cómo realizar y usar el sistema o método 
divulgado. La funcionalidad inventiva de los procesos habilitados por procesador reivindicados se explica en más 
detalle en la anterior descripción y en conjunto con los dibujos, que pueden ilustrar diversos flujos de proceso. 
 
En uno o más aspectos ilustrativos como se ha indicado anteriormente, las funciones descritas pueden implementarse 20 
en hardware, software, firmware o cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software, las funciones 
pueden almacenarse en o transmitirse como una o más instrucciones o código en un medio legible por ordenador, tal 
como un medio legible por procesador no transitorio. Medio legible por ordenador incluye tanto medios de 
almacenamiento de datos y medios de comunicación que incluyen cualquier medio que facilita la transferencia de un 
programa desde una ubicación a otra. 25 
 
Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible que puede accederse por un ordenador o un 
procesador. A modo de ejemplo, y no como limitación, tal medio legible por ordenador puede comprender RAM, ROM, 
EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos 
de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que puede usarse para transportar o almacenar código de 30 
programa deseado en forma de instrucciones o estructuras de datos y que puede accederse por un ordenador. Disco 
magnético y disco óptico, como se usan en este documento, incluyen disco compacto ("CD"), disco láser, disco óptico, 
disco versátil digital ("DVD"), disco flexible y disco Blu-ray donde los discos magnéticos normalmente reproducen datos 
magnéticamente, mientras que los discos ópticos reproducen datos ópticamente con láseres. Combinaciones de lo 
anterior deberían incluirse también dentro del alcance de medio legible por ordenador no transitorio. 35 
 
Aunque se han ilustrado y descrito en detalle aspectos seleccionados, se entenderá que pueden hacerse diversas 
sustituciones y alteraciones en este documento sin alejarse del alcance de la presente divulgación, según se define 
mediante las siguientes reivindicaciones. 
  40 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método (800) para controlar dinámicamente un tamaño de memoria intermedia en un dispositivo informático en 
un dispositivo informático portátil, PCD, comprendiendo el método: 
 5 

determinar (802) con un módulo de supervisión de un sistema en un chip, SoC, un primer caso de uso para el PCD, 
definiendo el primer caso de uso un primer nivel de actividad para una pluralidad de componentes del SoC; 
establecer (806) una pluralidad de memorias intermedias a un primer tamaño de memoria intermedia basándose 
en el primer caso de uso, en donde 
cada una de la pluralidad de memorias intermedias se asocia a uno de la pluralidad de componentes del SoC, 10 
el primer tamaño de memoria intermedia para cada una de las memorias intermedias se basa en el primer nivel de 
actividad del componente asociado del SoC; 
determinar (808) con el módulo de supervisión un segundo caso de uso para el PCD diferente del primer caso de 
uso, definiendo el segundo caso de uso un segundo nivel de actividad para la pluralidad de componentes del SoC; 
y 15 
establecer (812) al menos una de la pluralidad de memorias intermedias a un segundo tamaño de memoria 
intermedia basándose en el segundo caso de uso, en donde el segundo tamaño de memoria intermedia para la al 
menos una memoria intermedia se basa en el segundo nivel de actividad del componente asociado del SoC, el 
segundo tamaño de memoria intermedia es diferente del primer tamaño de memoria intermedia. 

 20 
2. El método de la reivindicación 1, en donde establecer la al menos una de la pluralidad de memorias intermedias a 
un segundo tamaño de memoria intermedia basándose en el segundo caso de uso comprende: 
reducir la profundidad de memoria intermedia de la al menos una de la pluralidad de memorias intermedias. 
 
3. El método de la reivindicación 2, en donde reducir la profundidad de memoria intermedia de la al menos una de la 25 
pluralidad de memorias intermedias comprende además: 
reducir la profundidad de memoria intermedia por una cantidad variable dependiendo del segundo nivel de actividad 
del componente asociado del SoC. 
 
4. El método de la reivindicación 1, en donde el primer tamaño de memoria intermedia para la memoria intermedia 30 
asociada con un primero de la pluralidad de componentes del SoC es diferente del primer tamaño de memoria 
intermedia para la memoria intermedia asociada con un segundo de la pluralidad de componentes del SoC. 
 
5. El método de la reivindicación 1, en donde la pluralidad de memorias intermedias comprenden memorias intermedias 
primero en entrar-primero en salir, FIFO. 35 
 
6. El método de la reivindicación 1, en donde: 
 

establecer la pluralidad de memorias intermedias al primer tamaño de memoria intermedia basándose en el primer 
caso de uso comprende además obtener una primera información de tamaño para la pluralidad de memorias 40 
intermedias para el primer caso de uso, y 
establecer la al menos una de la pluralidad de memorias intermedias al segundo tamaño de memoria intermedia 
basándose en el segundo caso de uso comprende además obtener una segunda información de tamaño para la 
pluralidad de memorias intermedias para el segundo caso de uso. 

 45 
7. El método de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente: 
 

actualizar (814) datos de caso de uso para uno o más de la pluralidad de componentes del SoC, en donde actualizar 
datos de caso de uso comprende añadir un caso de uso nuevo, borrar uno de la pluralidad de casos de uso, 
cambiar un valor de nivel de actividad para uno o más casos de uso, 50 
cambiar un valor de información de tamaño para uno o más de los niveles de actividad para uno o más de los 
casos de uso o una combinación de los mismos. 

 
8. El método de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente: 
 55 

determinar con el módulo de supervisión un caso de uso N para el PCD diferente del caso de uso N-1, donde N es 
un número entero mayor que 2, definiendo el caso de uso N un nivel de actividad N para la pluralidad de 
componentes del SoC; y 
establecer al menos una de la pluralidad de memorias intermedias a un tamaño de memoria intermedia N 
basándose en el caso de uso N, en donde el tamaño de memoria intermedia N para la al menos una memoria 60 
intermedia se basa en el nivel de actividad N del componente asociado del SoC, el tamaño de memoria intermedia 
N es diferente del tamaño de memoria intermedia N-1. 

 
9. Un sistema informático para controlar dinámicamente un tamaño de memoria intermedia en un dispositivo 
informático en un dispositivo informático portátil, PCD, comprendiendo el sistema: 65 
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medios para determinar (802) con un módulo de supervisión de un sistema en un chip, SoC, un primer caso de 
uso para el PCD, definiendo el primer caso de uso un primer nivel de actividad para una pluralidad de componentes 
del SoC; 
medios para establecer (806) una pluralidad de memorias intermedias a un primer tamaño de memoria intermedia 
basándose en el primer caso de uso, en donde 5 
cada una de la pluralidad de memorias intermedias se asocia a uno de la pluralidad de componentes del SoC, 
el primer tamaño de memoria intermedia para cada una de las memorias intermedias se basa en el primer nivel de 
actividad del componente asociado del SoC; 
medios para determinar (808) con el módulo de supervisión un segundo caso de uso para el PCD diferente del 
primer caso de uso, definiendo el segundo caso de uso un segundo nivel de actividad para la pluralidad de 10 
componentes del SoC; y 
medios para establecer (812) al menos una de la pluralidad de memorias intermedias a un segundo tamaño de 
memoria intermedia basándose en el segundo caso de uso, en donde el segundo tamaño de memoria intermedia 
para la al menos una memoria intermedia se basa en el segundo nivel de actividad del componente asociado del 
SoC, el segundo tamaño de memoria intermedia es diferente del primer tamaño de memoria intermedia. 15 

 
10. El sistema informático de la reivindicación 9, en donde los medios para establecer la al menos una de la pluralidad 
de memorias intermedias a un segundo tamaño de memoria intermedia basándose en el segundo caso de uso 
comprenden: 
 20 

medios para reducir la profundidad de memoria intermedia de la al menos una de la pluralidad de memorias 
intermedias, 
en donde los medios para reducir la profundidad de memoria intermedia de la al menos una de la pluralidad de 
memorias intermedias comprenden además: 
medios para reducir la profundidad de memoria intermedia por una cantidad variable dependiendo del segundo 25 
nivel de actividad del componente asociado del SoC. 

 
11. El sistema informático de la reivindicación 9, en donde el primer tamaño de memoria intermedia para la memoria 
intermedia asociada con un primero de la pluralidad de componentes del SoC es diferente del primer tamaño de 
memoria intermedia para la memoria intermedia asociada con un segundo de la pluralidad de componentes del SoC. 30 
 
12. El sistema informático de la reivindicación 9, en donde la pluralidad de memorias intermedias comprenden 
memorias intermedias primero en entrar-primero en salir, FIFO. 
 
13. El sistema informático de la reivindicación 9, en donde: 35 
 

los medios que establecen la pluralidad de memorias intermedias al primer tamaño de memoria intermedia 
basándose en el primer caso de uso comprenden además medios para obtener una primera información de tamaño 
para la pluralidad de memorias intermedias para el primer caso de uso, y 
los medios para establecer la al menos una de la pluralidad de memorias intermedias al segundo tamaño de 40 
memoria intermedia basándose en el segundo caso de uso comprenden además medios para obtener una segunda 
información de tamaño para la pluralidad de memorias intermedias para el segundo caso de uso. 

 
14. El sistema informático de la reivindicación 9, que comprende adicionalmente: medios para actualizar (814) datos 
de caso de uso para uno o más de la pluralidad de componentes del SoC, en donde actualizar datos de caso de uso 45 
comprende añadir un caso de uso nuevo, borrar uno de la pluralidad de casos de uso, cambiar un valor de nivel de 
actividad para uno o más casos de uso, cambiar un valor de información de tamaño para uno o más de los niveles de 
actividad para uno o más de los casos de uso o una combinación de los mismos. 
 
15. Un programa informático que comprende instrucciones ejecutables para provocar que al menos un ordenador 50 
realice un método de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8 cuando se ejecuta. 
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